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Single Pair Ethernet Leiterplattenklemmen Allgemeine Bestelldaten

Einfache und effiziente SPE-Losungen fir die Leiterplatte
Features und Vorteile:

Ausfuehrung Leiterplattenklemme, Blockbauweise, seitlich ge-
* Zuverlassige Dateniibertragung mit 10 Mbit/s bis schlossen, THT/THR-Lotanschluss, 3.50 mm, Polz-
1.000 Meter -T_UL: Lotstiftlange (1): 3.5 mm, verzinnt, schwarz,
* Geeignet fur alle lloT-Geréate zur einfachen Integration Best-Nr. 3077560000
von Feldgeraten. Die SPE Leiterplattenkomponenten Art LSF-SMT SPE 3.50/03/135 3.5SN BK TU
sind eine kostengiinstige Alternative zu genormten SPE-  GTIN (EAN) 4099987081733
Steckverbindern VPE 49 Stick
Verpackung Tube

* Wahlweise mit PUSH IN-, SNAP IN- oder Schrauban-

schluss verfligbar, die fur hohe Kontakt- und Vibrations-
sicherheit stehen

* Fehlerfreie Installation der Komponenten durch entspre-
chende Kennzeichnungen

* Die Leiterplattenklemmen lassen sich als zweipolige Va-
riante flr ungeschirmte oder als dreipolige Variante fiir
geschirmte Anwendungen nutzen

¢ Dank der Funktion ,Power over Data Line” (PoDL) kann
bis zu 50 W gemal IEEE 802.3bu libertragen werden
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Abmessungen und Gewichte

Tiefe 12,7 mm Tiefe (inch) 0,5 inch
Hohe 16,4 mm Hohe (inch) 0,646 inch
Hohe niedrigstbauend 8.5 mm Breite 11,2 mm
Breite (inch) 0,441 inch Nettogewicht 2,496 g
Temperaturen
Dauergebrauchstemperatur, max. 120°C
Elektrische Eigenschaften
Durchgangswiderstand 1,60 mQ
Systemkennwerte
Anzahl Lotstifte pro Pol 2
Bestiickungsloch-Durchmesser (D) 1,1 mm
Bestlickungsloch-Durchmesser Toleranz + 0,1 mm
(D)
Kategorie T1-B
Leistungs-Kategorie T1-B
Lotstift-Abmessungen 0,35 x 0,8 mm
Lotstift-Abmessungen=d Toleranz untere Toleranz mit Vorzeichen (ergibt Mindest- -0, 1
mal)
obere Toleranz mit Vorzeichen (ergibt Hochst- 0
mal)
Toleranz Einheit mm
Lotstiftlange (1) 3,5 mm
Lotstiftlange-Toleranz untere Toleranz mit Vorzeichen (ergibt Mindest- -0,3
mal)
obere Toleranz mit Vorzeichen (ergibt Hochst-  +0,1
mal)
Toleranz Einheit mm
Lotstiftlange-Toleranz +0,1/-0,3 mm
Lotverfahren Reflow-Loten, Handloten, Wellenloten
Montage auf der Leiterplatte THT/THR-Lotanschluss
Polzahl 3
Raster in Zoll (P) 0,138"
Raster in mm (P) 3,5 mm
Schutzart IP20
Seitenabschluss, Eigenschaft seitlich geschlossen
Werkstoffdaten
Isolierstoff LCP GF Farbe schwarz
Farbtabelle (dhnlich) RAL 9011 Isolierstoffgruppe llla
Kriechstromfestigkeit (CTI) =175 Moisture Level (MSL) 1

Brennbarkeitsklasse nach UL 94

V-0 Kontaktbasismaterial

Kupferlegierung

Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktoberflache verzinnt
Schichtaufbau - Lotanschluss 4...6 ym Sn matt Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70°C Betriebstemperatur, min. -50°C
Betriebstemperatur, max. 120°C Temperaturbereich Montage, min. -30°C
Temperaturbereich Montage, max. 120°C
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Verpackungen

Verpackung Tube VPE Lange 554 mm
VPE Breite 21 mm VPE Hohe 17 mm
Oberflachenwiderstand Rs=10%-10"2 0

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002643 ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01 ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01 ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01

Zulassungen

ROHS Konform

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitétsstatus

Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC

No SVHC above 0.1 wt%

Downloads

Technische Dokumentation

Customer Drawing
Customer Drawing
Customer Drawing

Erstellungs-Datum 25. Juni 2025 08:35:06 MESZ

Katalogstand 25.06.2025 / Technische Anderungen vorbehalten


https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//327895
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//327896
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//327900

Datenblatt

Weidmiiller 3%

LSF-SMT SPE 3.50/03/135 3.5SN BK TU

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

L1+42 12.¢
1+ 0.165° "—‘o,s-

12,9
0.508"

170.197"

o}

o

o

T
f

pemeeccccacan

load current | [A]

LSF-SMT 3.5/../135 1.5

2] ©@=2400s

© = 0.5 mm? (HO5V-KO.5 / EN 60947-7-1)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
—_—
ambient temperature T [°C]

LSF-SMT 3.5/../135 1.5

LSF-SMT 3.5/../135 3.5

Z =t 2
H 5|
3 3| 1
3 8l s
12
10
8
61 @-2v0s.
5 44 © =12pos.
© =24 pos. Py =24 pos.
e =1.5 mm? (HO7V-K1.5/ EN 60947-7-1) o =0.5 mm? (HO5V-K0.5 / EN 60947-7-1)
o
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
— _
ambient temperature T [°C] ambient temperature T [°C]
LSF-SMT 3.5/../135 3.5
3
£
o
3
-
3
S

© =24 pos.
e =1.5 mm? (HO7V-K1.5/ EN 60947-7-1)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
—_—

ambient temperature T [°C]

Erstellungs-D

atum 25. Juni 2025 08:35:06 MESZ

Katalogstand 25.06.2025 / Technische Anderungen vorbehalten



Empfohlene Wellen-Lotprofile
KlingenbergstralBe 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Einzelwelle:

Kontaktzeit ca. 3 sec.

260

260 + 255 °C
240 + 250 °C —;

220 T

200 T
)
‘ca. 150 °C

180 T
160 +

e,
140 1 et
120 1 -
100

Temperatur [°C]

AN = Typisches Verfahren
~ —==- \erfahrensgrenzen
= s Temperatur auf der Leiterplatte

Aufheizrate < 3 °K/s

0 I I I I I I I I I I I o
0 20 40 60 80 100 120
Zeit [s]
Doppelwelle:
Gesamtkontaktzeit max. 10 sec.
255 °C —260°C
250 °C

260 1
240 T
220 7
200 T
180 T
160 T

140 T el
120 + Vorwarmung //

)
)

1
I

T ca 150°C"
\

100 T 7

Temperatur [°C]

& ) 9 \ n
L s, Abkihirate <6 °K/s

’ AN

’

-, AN
N,

—_ Typisches Verfahren
=== Verfahrensgrenzen
Temperatur auf der Leiterplatte

o
™

Aufheizrate < 3 °K/s

0 20 40 60 80 120
Zeit[s]

Wellen-Lotprofile

Bedrahtete Anschlusselemente sind in Anlehnung an die Norm DIN EN 61760-1 zu verarbeiten. Anbei zwei

Empfehlungen fir praxisbezoge Wellenlotprofile, mit denen Leiterplattenanschlussklemmen und Steckverbinder von
Weidmdiller qualifiziert sind.

Bei der Wahl eines passenden Profils fir lhre Anwendung sind unteranderem folgende Faktoren zu beachten:

- Starke der Leiterplatte

- Cu-Anteile in den Lagen

- Ein-/Beidseitige Bestiickung
- Produktspektrum

- Aufheiz- und Abkihlrate

Die Einzel- und Doppelwelle zeigt jeweils den empfohlenen Verarbeitungsbereich inkl. der maximalen Lottemperatur
von 260°C. In der Praxis liegt die maximale Lottemperatur sehr haufig weit unter dem o.g. Maximalprofil.
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Reflow Lotprofil

Das ideale Temperaturprofil fur die Surface Mount Technology (SMT) ist eine haufig gestellte Frage in der Produktionswelt. Eine eindeutige

Antwort gibt es nicht. Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist abhdngig von den Verarbeitungseigenschaften der Lotpaste und den Belastungs-
grenzen der Bauelemente.

Folgende Parameter sind zu beriicksichtigen:
® Vorheizzeit

* Maximale Temperatur

® Zeit oberhalb des Pasten-Schmelzpunktes
* Abkihlzeit

* maximaler Aufheizgradient

* minimaler Abkihlgradient

Das von uns empfohlene Lotprofil beschreibt den typischen Verlauf sowie die Prozessgrenzen. In der Vorheizphase werden Platine und
Bauelemente schonend vorgeheizt. Der Aufheizgradient betragt < +3 K/s. Parallel dazu wird die Lotpaste ,aktiviert’. In der Zeit oberhalb

der Schmelztemperatur 217 °C wird das Lot fliissig, verbindet die Bauelemente mit den Anschliisse auf der Platine. Dabei wird die maximale
Temperatur von 245 °C bis 254 °C zwischen 10 und 40 Sekunden gehalten. In der Abkiihlzeit bei = -6 K/s héartet das Lot aus. Platine und
Bauelemente werden nicht zu rasch abgekiihlt, um Spannungsrisse zu vermeiden.

Technische Anderungen vorbehalten



	2014_Datasheet_PCB_Einzel_Doppelwelle_Profile_DE
	2014_Datasheet_PCB_Reflow_Profile_DE

